Técnica y Diseno

Diseno Hardware Modular

Por Daniel Alesanco Romanos

¢Como podemos rentabilizar un
nuevo disefio hardware en un mer-
cado cada vez mas competitivo y con
ciclos de vida para los productos cada
vez mas cortos?. Una posible solu-
cion la encontramos en los disefios
modulares. En este articulo se descri-
ben las ventajas de dividir nuestros
nuevos disefios en dos partes, un
modulo complejo comun a varios
proyectos y una placa base especifi-
ca para cada disefio.
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En el mercado electrénico actual
el tiempo de vida de los productos es
cada vez menor. Cada pocos meses
salen al mercado procesadores mas
pequefios y potentes, memorias con
mayor capacidad, y nuevos integra-
dos con més funcionalidades. A los
pocos afos de vida los productos se
quedan obsoletos y tenemos que re-
novarlos con nuevos disefios que cu-
bran las exigencias de un mercado en
continua expansion. El impacto de
este ritmo frenético en la rentabilidad
de los productos es enorme. Para que
un producto sea rentable, hay que
abaratar los costes de disefo y facili-
tar las actualizaciones del producto
para que permanezca en el mercado
lo maximo posible. Por otro lado el
tiempo de desarrollo de los nuevos
productos tiene que reducirse al

Diversos Médulos de
Forth-Systeme: A9M9360,
Mod270 y UNC90

Kit de desarrollo
UNC_Compact Flash con
maddulo UNC20. El
sistema puede trabajar con
tarjetas Compact Flash
storage de cualquier
tamafio como si se tratara
de un disco duro. El kit

soporta también tarjetas maéaximo, de lo contrario corremos el
Compact Flash Wireless riesgo de que una vez en el mercado
LAN. La nueva nuestro producto no sea tan util

plataforma corre bajo el
sistema operativo pClinux.

como pensabamos al comenzar su
diseno.
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Una posible solucién a este pro-
blema la encontramos en los disefios
modaulares. Si separamos el disefio en
dos partes, por un lado un pequefio
modulo que pueda utilizarse en va-
rios proyectos distintos, y por otro
lado una placa base sencilla, podre-
mos reducir tanto el precio como el
tiempo de desarrollo de nuevos dise-
fos

Distintos niveles de
complejidad de diseno

A la hora de empezar un nuevo
desarrollo hardware, los disefiadores
suelen dividir el disefio en bloques:
alimentacién, microprocesador, me-
moria, ethernet, LCD, puertos serie,
entradas/salidas digitales, entradas/
salidas analdgicas,.. El nivel de com-
plejidad a la hora de disefiar estos
bloques no es el mismo para todos
ellos. Uno de los elementos mas
complejos de disenar, tanto desde el
punto de vista de la creacion de es-
quematicos como desde la de posi-
cionamiento de componentes y de
rutado de la tarjeta, es el micropro-
cesador.

El microprocesador es el compo-
nente que controla la mayor parte de
la funcionalidad del hardware: con-
trol de memorias, de periféricos, de
puertos. La tendencia actual dentro
de los fabricantes de microprocesa-
dores es la de integrar el mayor nu-
mero posible de periféricos dentro
del microprocesador (sistemas en un
Unico chip SoC). Esta gran concen-
tracién de funcionalidad en un solo
integrado suele implicar una mayor
multiplexacién de los pines (los pines
comparten distintas funcionalida-
des), lo que dificulta el disefio y la
configuracién del microprocesador.

Con el avance en las técnicas de
fabricacién de integrados, éstos son
cada vez méas pequefios y con un
mayor numero de pines. Con el tiem-
po se ha pasado de tener pines en los
dos lados del integrado (encapsula-
dos DIP, SOIC) a tener en los cuatro
lados (encapsulados QFP) a tener en

toda la superficie del integrado (en-
capsulados BGA). Esta reduccién de
tamano del chip junto al incremen-
to del nimero de pines, ha compli-
cado mucho el disefio y la fabricacién
del hardware. El nimero de capas
necesarias para conectar estos com-
ponentes es mayor, y la mayor preci-
sién en el proceso de fabricacién del
PCB y montaje de los componentes
hace imprescindible el uso de maqui-
naria especializada.

Si las partes mas complejas de
un disefio estuviesen concentradas
en un modulo que se pudiese conec-
tar al resto del disefio como si fuese
un componente mas del hardware,
reduciriamos enormemente su com-
plejidad. El proceso se reduciria a una
placa base sencilla en la cual pincha-
rlamos un “supercomponente” con
las partes mas complejas.

Reutilizacion de
elementos comunes

Un disefo hardware se compo-
ne de una gran variedad de interfa-
ces distintos dependiendo de la fun-
cionalidad que se le pida: memorias,
puertos de comunicacién, ethernet,
interfaces gréficos, sonido, adquisi-
ciones analégicas, etc. De todos es-
tos elementos hay dos que son co-
munes a casi todos los disefios: el
microprocesador y la memoria.

Aparte del uPy de las memorias,
hay una serie de elementos que, sin
ser imprescindibles, son cada vez mas
importantes en todos los disefios
hardware. De todos éstos el interfa-
ce cada vez mas comun en la mayo-
ria de los disefios es el de ethernet..
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Moédulo A9M2410
Existe un buen niimero de
soluciones SoC basadas en
el ARM9 de Atmel.

Los chips se disefian
generalmente para
segmentos particulares de
mercado. Esto implica
abandonar la filosofia
modular de “one-size-fits-
all”. Para satisfacer esto, el
concepto ModARM9
prevé fdiversos médulos
basados en el p.C ARMY,
con un subconjunto
comun de funciones.

UNC20 (NetSilicon
NS7520-Controller, 55
MH?z) es el mas moderno
miembro de la familia de
modulos
microcontroladores de FS
Forth-Systeme.

El mddulo viene en un
encapsulado estandar
DIL48, por lo que puede
ser muy facilmente
integrado -con muy
reducidos costes - en un
disefio electronico.

El &rea de aplicacion se
extiende desde aplicaciones
para la industria de la
automatizacion pasando
por instrumentacion
médica, hasta terminales de
punto-de-venta o sistemas
de medida y regulacion en
domotica.
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Ala hora de disefiar un médulo
hay que intentar incluir en éste los
elementos que sean comunes a la
mayoria de los disefios, de forma que
el mismo médulo pueda utilizarse en
el mayor nimero de disefos posibles.

Compatibilidad

Para el disefador hardware un
modulo es un componente mas del
diseno. Como tal al disefiador lo que
le interesa del moédulo es su funcio-
nalidad y el pinout. Médulos distin-
tos que tengan funcionalidades y pi-
nouts compatibles pueden montarse
en el mismo disefo.

Esta compatibilidad es muy im-
portante a la hora de actualizar un
disefio. Si tenemos un disefio en el
mercado y en un momento dado
necesitamos por ejemplo aumentar la
memoria, podriamos cambiar el mé-
dulo actual que tenemos en el dise-
fio por uno compatible con mayor
capacidad de memoria. Esta actuali-
zacién no requerirfa ningin cambio
en el hardware de nuestra placa base,
lo que nos evita redisefios y aumen-
ta el tiempo de vida de los produc-
tos.

Fiabilidad
Normalmente cuando se redu-

cen el tiempo de desarrollo y los cos-
tes en el disefio de un producto la
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calidad de éste suele reducirse.
En el caso del disefio hardware mo-
dular ocurre el efecto contrario.

Es muy dificil que un disefo
hardware complejo funcione a la pri-
mera. Normalmente hacen falta una
serie de versiones con pequefas mo-
dificaciones hasta que se obtiene un
producto fiable. En el disefio modu-
lar, la parte mas compleja se imple-
menta en un modulo que se usara en
distintos proyectos.

Una vez probado este médulo
en un primer proyecto, su fiabilidad
no tendra que volver a probarse en
distintos proyectos, lo que nos evita-
ra tener que redisefiar parte del hard

ware. Por otro lado el hardware que
no forma parte del médulo suele ser
lo suficientemente sencillo como
para no necesitar demasiadas modi-
ficaciones hasta obtener un produc-
to final fiable.

Diseno Hardware
modular: una
alternativa cada vez
mas importante

A la hora de abordar el disefio de
un sistema hardware complejo una
alternativa a tener en cuenta es el uso
de un moédulo embebido. Estos mé-
dulos integran, en un pequeno cir-
cuito impreso los elementos mas co-
munes a cualquier disefio embebido:
procesador, memoria Flash, memoria
SDRAM, etc.

El uso de estos mddulo se hace
cada vez mas necesario a medida que
los fabricantes de semiconductores
integran mas periféricos en sus inte-
grados, mientras que reducen el ta-
mano de los mismos.

Esta tendencia a la integracién y
reduccion del tamafio de los integra-
dos hacen del disefio modular, més
gue una alternativa a tener en cuen-
ta, una forma de disefio necesaria
para poder rentabilizar nuevos pro-
ductos.
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